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１．概要（Summary） 

 シリコン集積回路の微細化の限界が具体的に見え始め

た今、それと相補的な新しいエレクトロニクス創成のため

に、新規ナノ電子材料の新機能探索と応用可能性を探求

し、新機能エレクトロニクスの基礎技術の開発を目指し研

究を進めている。本研究では、量子デバイス材料として新

規電子機能ナノ材料の新機能探索と応用可能性を探求

し、新機能エレクトロニクスの基盤技術の開発を目指す研

究を進めている。現在、炭素原子層一層からなるグラフェ

ン、六方晶窒化ホウ素(hBN)、二硫化モリブデン(MoS2)

などの原子膜材料を用いた微細素子の量子輸送と機能

探索[1-3]、また微細シリコントランジスタの量子ドットデバ

イス動作[4]を実施している。本研究支援では、主に酸化

膜シリコン/シリコン基板上に作製した電子デバイスを、ウ

ェーハーダイシングマシンにより試料を切り出しパッケー

ジング措置（ワイヤボンダやエポキシボンダ）を用いた低

温測定用 ICソケットへの配線取付けとパッケージング、半

導体特性評価システムによる室温での基礎物性評価に

関して技術相談し、予備実験を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

実験工程の技術相談を実施して頂くだけでなく、作製

した電子機能材料素子に対してワイヤボンダ（筑波大微

細加工 PF 未登録装置）を用いて低温測定用のチップキ

ャリアに装着し、電気伝導特性を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今年度は、新規基板素子の配線を行うための技術相

談を行い、作製したテストサンプルに対してワイヤボンダ

を実施し、配線の最適化条件を見出すことを試みた。そ

の結果、素子へのコンタクト抵抗は小さく、電気伝導特性

を評価できることを確認した。この結果を基に、来年度は、

筑波大微細加工 PF 登録装置のダイシングマシンによる

ウェハからの小片チップの切り出しとワイヤボンダによる配

線を行う予定である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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【用語説明】  

量子ドットデバイス： 微小な空間に電子が閉じ込められ

ている構造（量子ドット）に電極を取り付けてトランジスタ動

作を行う素子。原子が原子核の周りに電子を捕えている

描像とのアナロジーから量子ドットは人工原子とも呼ばれ、

自然の原子とは異なり、外部電圧等で電子数やスピン状

態を制御できることが特徴で、それを利用した新機能デバ

イスの提案・研究が行われている。 
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